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(57) Hauptanspruch: Elektronische Baugruppe mit  
mindestens einem elektronischen Bauteil (10) aus Bauele-
ment (11) und mehreren Anschlußpins (12), einem Träger-
körper (20) für das elektronische Bauteil (10) und einem 
Gehäusekörper (50),  
dadurch gekennzeichnet,  
daß auf den Trägerkörper (20) eine das elektronische Bau-
teil (10) umschließende, mit dem Trägerkörper (20) befes-
tigte Abdeckung (40) aufgebracht ist,  
daß die Abdeckung (40) auf dem Bauelement (11) bündig 
aufliegt und zwischen der Abdeckung (40) und den An-
schlußpins (12) ein Luftspalt (43) vorgesehen ist, und daß
die Abdeckung (40) vom Gehäusekörper (50) umschlossen 
ist.
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Beschreibung

[0001] In vielen Bereichen werden elektronische 
Baugruppen für unterschiedliche Aufgaben und An-
wendungen eingesetzt; insbesondere sind elektroni-
sche Baugruppen mit Sensoren zur Erfassung von 
Meßwerten physikalischer Größen, wie beispielswei-
se der Temperatur, der Drehzahl oder des Drucks, 
oder elektronische Baugruppen mit Aktoren zur Betä-
tigung von Stellgliedern gebräuchlich, bsp. im Kraft-
fahrzeugbereich zur Steuerung und/oder Regelung 
fahrspezifischer Vorgänge bzw. Prozesse.

[0002] Die auf einem Trägerkörper angeordneten 
elektronischen Bauteile der elektronischen Baugrup-
pe bestehen aus einem Bauelement mit Anschluß-
pins und sind zum Schutz gegen Umwelteinflüsse 
von einem Gehäusekörper umschlossen. Weiterhin 
sind die Anschlußpins zur Spannungsversorgung 
des elektronischen Bauteils sowie zur Signalleitung 
(bsp. zur Weiterleitung von Steuersignalen oder 
Meßsignalen) mit Kontaktierungselementen einer 
Kontaktierungseinheit (bsp. mit Stanzgitteranschlüs-
sen eines Stanzgitters) elektrisch leitend verbunden.

[0003] Nachteilig bei diesen elektronischen Bau-
gruppen ist, daß bei der Herstellung des Gehäuse-
körpers das elektronische Bauteil und damit das Bau-
element und die Anschlußpins in Mitleidenschaft ge-
zogen werden können, insbesondere durch Druck- 
und/oder Temperaturbelastung sowie aufgrund un-
terschiedlicher thermischer Ausdehnung (bedingt 
durch unterschiedliche thermische Ausdehnungsko-
effizienten) von elektronischem Bauteil und Gehäu-
sekörper; als Folge hiervon steigt die Störanfälligkeit 
bzw. Ausfallrate der elektronischen Baugruppe, wor-
unter die Zuverlässigkeit der elektronischen Bau-
gruppe leidet.

[0004] Die DE 197 55 399 A1 beschreibt eine derar-
tige Baugruppe zum Abstützen eines Sensors in ei-
nem Fahrzeug, um die Sensitivitätsachse des Sen-
sors richtig auszurichten.

[0005] In der DE 42 38 225 A1 wird eine Vorrichtung 
zur Befestigung eines Transponders beschrieben. 
Dabei ist der Transponder in einem aus Gehäuseun-
terteil und Deckel bestehenden Gehäuse unterge-
bracht.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine elektronische Baugruppe sowie ein Verfahren 
zur Herstellung dieser elektronischen Baugruppe an-
zugeben, bei denen insbesondere ein einfacher Auf-
bau und geringe Kosten, eine hohe Zuverlässigkeit 
und eine einfache Fertigung sowie vorteilhafte Eigen-
schaften bezüglich der Positionierung des elektroni-
schen Bauteils und der Belastung bei der Verbindung 
mit einer externen Kontaktierungseinheit gegeben 
sind.

[0007] Diese Aufgabe wird nach der Erfindung 
durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 sowie 
des Patentanspruchs 20 gelöst.

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind Bestandteil der übrigen Patentansprüche.

[0009] Erfindungsgemäß wird das elektronische 
Bauteil, d. h. das Bauelement und die Anschlußpins, 
vom Gehäusekörper der elektronischen Baugruppe 
und damit die Fertigung des elektronischen Bauteils 
von der Herstellung des Gehäusekörpers entkoppelt, 
indem das elektronische Bauteil (das Bauelement 
und die Anschlußpins) vor der Bildung des Gehäuse-
körpers von einer auf den Trägerkörper aufgebrach-
ten Abdeckung vollständig bedeckt wird. Form und 
Ausgestaltung der Abdeckung werden so gewählt, 
daß die Abdeckung bündig auf dem Bauelement auf-
liegt und zwischen der Abdeckung und den An-
schlußpins (insbesondere im Bereich der Verbin-
dungsstellen von Anschlußpins und Kontaktierungs-
elementen der Kontaktierungseinheit) ein Luftspalt 
verbleibt; falls das Bauelement oder die (bezüglich 
des Bauelements abgewinkelten) Anschlußpins pla-
nar auf den Trägerkörper aufgebracht sind, weist 
demnach die Abdeckung entsprechende Aussparun-
gen auf, falls das Bauelement oder die (bezüglich des 
Bauelements abgewinkelten) Anschlußpins in Aus-
sparungen im Trägerkörper eingebracht sind, weist 
demnach die Abdeckung entsprechende Ausformun-
gen auf. Hierdurch wird einerseits eine Positionie-
rung des elektronischen Bauteils (des Bauelements 
und der Anschlußpins) ermöglicht, andererseits ver-
bleibt eine gewisse Beweglichkeit der Anschlußpins 
des elektronischen Bauteils (insbesondere im Be-
reich der Verbindungsstellen von Anschlußpins und 
Kontaktierungselementen). Weiterhin können an der 
dem Bauelement des elektronischen Bauteils zuge-
wandten Oberflächenseite der Abdeckung im Be-
reich des Bauelements geeignete Mittel zur Fixierung 
des Bauelements vorgesehen werden, bsp. ein meh-
rere Nasen (Noppen) aufweisender Niederhalter, ins-
besondere falls das Bauelement planar auf den Trä-
gerkörper aufgebracht ist.

[0010] Abdeckung und Trägerkörper können entwe-
der einstückig ausgebildet sein oder als separate zu 
verbindende Teile. Das Umschließen des elektroni-
schen Bauteils erfolgt im ersten Fall durch geeignete 
Umformung der Abdeckung (bsp. durch Umklappen 
der über ein Filmscharnier mit dem Trägerkörper ver-
bundenen Abdeckung auf den Trägerkörper), im 
zweiten Fall durch Aufsetzen der Abdeckung auf den 
Trägerkörper; die Befestigung der Abdeckung auf 
dem Trägerkörper kann im ersten Fall ebenfalls über 
das Verbindungsteil zwischen Trägerkörper und Ab-
deckung realisiert werden (bsp. über das Filmschar-
nier), im zweiten Fall durch Verrasten (klemmend mit-
tels Rasthaken), insbesondere durch Hinterschnitte 
bei einem mittels Spritzguß gefertigten Trägerkörper. 
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Abdeckung und Trägerkörper können aus dem glei-
chen Material bestehen (bsp. aus Kunststoff, bsp. 
aus Polybutylentherephthalat PBT) und zusammen 
in einem gemeinsamen Fertigungsschritt hergestellt 
werden, insbesondere dann, wenn Abdeckung und 
Trägerkörper einstückig ausgebildet sind. Insbeson-
dere kann die Abdeckung bei einem aus Kunststoff 
bestehenden Trägerkörper zusammen mit dem Trä-
gerkörper in einem Spritzgußprozeß unter Verwen-
dung eines (gemeinsamen) Familienwerkzeugs her-
gestellt werden, so daß eine genaue Positionierung 
und Formgebung der Abdeckung bezüglich des Trä-
gerkörpers und damit bezüglich des elektronischen 
Bauteils (bezüglich des Bauelements und der An-
schlußpins) möglich ist.

[0011] Die Kontaktierungselemente der Kontaktie-
rungseinheit werden an den Verbindungsstellen mit 
den Anschlußpins des elektronischen Bauteils bsp. 
durch Löten, Schweißen oder Crimpen (formschlüs-
sige Verbindung) elektrisch leitend verbunden; als 
Kontaktierungselemente können bsp. Stanzgitteran-
schlüsse einer als Stanzgitter ausgebildeten Kontak-
tierungseinheit vorgesehen werden.

[0012] Der den Trägerkörper und damit die Abde-
ckung umschließende und demzufolge das elektroni-
sches Bauteil (das Bauelement und die Anschluß-
pins) einschließende Gehäusekörper besteht bsp. 
aus Kunststoff und ist bsp. als Spritzgußteil (bsp. aus 
Polybutylentherephthalat PBT) ausgebildet.

[0013] Vorteilhafterweise wird durch die vor der Bil-
dung des Gehäusekörpers das elektronische Bauteil 
(das Bauelement und die Anschlußpins) abdeckende 
Abdeckung 
• das elektronische Bauteil (das Bauelement und 
die Anschlußpins) bezüglich des Trägerkörpers 
sicher und stabil positioniert und fixiert und diese 
Positionierung auch bei der Bildung des Gehäu-
sekörpers beibehalten, wobei bei Verwendung 
von Kunststoff als Material des Trägerkörpers 
auch die Abdeckung aus Kunststoff gefertigt wer-
den und hierbei die Wiederholgenauigkeit von 
Spritzgußprozessen genutzt werden kann,
• das elektronische Bauteil (das Bauelement und 
die Anschlußpins) bei der Bildung des Gehäuse-
körpers vor (bsp. durch den Spritzdruck und den 
thermischen Streß von Spritzgußprozessen ent-
stehenden) Temperatur- und Druckeinflüssen ge-
schützt, wodurch Beschädigungen des elektroni-
schen Bauteils (des Bauelements und der An-
schlußpins) vermieden werden,
• das elektronische Bauteil (insbesondere die An-
schlußpins) vom Gehäusekörper thermisch ent-
koppelt, so daß insbesondere an der Verbin-
dungsstelle der Anschlußpins und der Kontaktie-
rungselemente – auch bedingt durch die Feder-
wirkung der (abgewinkelten) Anschlußpins – nur 
geringe Zugspannungen auftreten.

[0014] Im Zusammenhang mit der Zeichnung 
(Fig. 1 bis Fig. 5) soll die elektronische Baugruppe 
anhand eines Ausführungsbeispiels erläutert wer-
den. Hierbei zeigt

[0015] Fig. 1 eine dreidimensionale Ansicht der 
elektronischen Baugruppe ohne Gehäusekörper vor 
der Verbindung der Einzelteile mit einer ersten Vari-
ante für die Anordnung des elektronischen Bauteils 
bezüglich des Trägerkörpers,

[0016] Fig. 2 eine dreidimensionale Ansicht der 
elektronischen Baugruppe ohne Gehäusekörper 
nach der Verbindung der Einzelteile mit einer zweiten 
Variante für die Anordnung des elektronischen Bau-
teils bezüglich des Trägerkörpers,

[0017] Fig. 3 eine Schnittzeichnung des elektroni-
schen Bauteils im Bereich des Bauelements,

[0018] Fig. 4 eine Schnittzeichnung des elektroni-
schen Bauteils im Bereich der Anschlußpins,

[0019] Fig. 5 eine dreidimensionale Ansicht der 
elektronischen Baugruppe mit Gehäusekörper.

[0020] Gemäß der Fig. 1 wird das aus dem Bauele-
ment 11 und den (bsp. drei) Anschlußpins 12 gebilde-
te elektronische Bauteil 10 in eine auf der Frontseite 
22 des Trägerkörpers 20 vorgesehene Aussparung 
21 kraftlos eingesetzt. Zur elektrischen Kontaktierung 
des elektronischen Bauteils 10 ist als Kontaktie-
rungseinheit 30 ein Stanzgitter mit bsp. drei Stanzgit-
teranschlüssen als Kontaktierungselemente 31 vor-
gesehen, wobei jeder Stanzgitteranschluß 31 in eine 
auf der Oberseite 24 des Trägerkörpers 20 vorgese-
hene Aussparung 23 eingesetzt wird und dort jeweils 
mit einem der (auf die Oberseite 24 des Trägerkör-
pers 20 umgebogenen) Anschlußpins 12 (bsp. durch 
Schweißen) elektrisch leitend verbunden wird. Auf 
das elektronische Bauteil 10, d. h. auf das Bauele-
ment 11 und die Anschlußpins 12, wird die Abde-
ckung 40 aufgebracht, die durch die gebogene Form 
an die Geometrie des Bauelements 11 und der An-
schlußpins 12 angepaßt ist, d. h. die sowohl die auf 
der Frontseite 22 des Trägerkörpers 20 angeordnete 
Aussparung 21 zur Aufnahme des Bauelements 11
als auch die auf der Oberseite 24 des Trägerkörpers 
20 angeordnete Aussparungen 23 zur Aufnahme der 
Anschlußpins 12 bzw. Stanzgitteranschlüsse 31 voll-
ständig bedeckt. Die Abdeckung 40 weist an ihrer 
Unterseite 42 im Bereich der Anschlußpins 12 eine 
einen Freiraum für die Anschlußpins 12 bildende 
Aussparung auf.

[0021] Gemäß der Fig. 2 wird das aus dem Bauele-
ment 11 und den (bsp. drei) Anschlußpins 12 gebilde-
te elektronische Bauteil 10 in die auf der Oberseite 24
des Trägerkörpers 20 vorgesehene Aussparung 21
kraftlos eingesetzt. Zur elektrischen Kontaktierung 
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des elektronischen Bauteils 10 ist als Kontaktie-
rungseinheit 30 ein Stanzgitter mit bsp. drei Stanzgit-
teranschlüssen als Kontaktierungselemente 31 vor-
gesehen, wobei jeder Stanzgitteranschluß 31 in eine 
auf der Oberseite 24 des Trägerkörpers 20 vorgese-
hene Aussparung 23 eingesetzt wird und dort an den 
Kontaktierungsstellen 32 jeweils mit einem der (auf 
der Oberseite 24 des Trägerkörpers 20 gebogenen) 
Anschlußpins 12 (bsp. durch Schweißen) elektrisch 
leitend verbunden wurde. Die mit dem Trägerkörper 
20 einstückig gefertigte und über das Filmscharnier 
41 mit dem Trägerkörper verbundene Abdeckung 40
wird durch Umklappen auf das elektronische Bauteil 
10 aufgebracht, d. h. auf das Bauelement 11 und die 
Anschlußpins 12, wobei durch den auf der dem elek-
tronischen Bauteil 10 zugewandten Unterseite 42 der 
Abdeckung 40 vorgesehene, mehrere Nasen 46
(Noppen) zur Fixierung des Bauelements 11 aufwei-
senden Niederhalter 44 als Ausformung der Abde-
ckung 40 das Bauelement 11 durch die Abdeckung 
40 fixiert und bündig abgedeckt wird und durch die 
auf der dem elektronischen Bauteil 10 zugewandten 
Unterseite 42 der Abdeckung 40 vorgesehenen min-
destens einen Aussparung 45 (bsp. ist für jeden An-
schlußpin 12 eine separate Aussparung 45 vorgese-
hen), deren Abmessungen größer als die der An-
schlußpins 12 ist, zwischen der Abdeckung 40 und 
den Anschlußpins 12 Luftspalte 43 (siehe Fig. 4) ver-
bleiben (insbesondere auch an den Kontaktierungs-
stellen 32 zur Verbindung der Anschlußpins 12 mit 
den Stanzgitteranschlüssen 31).

[0022] In der Fig. 3 ist ein Schnitt im Bereich des 
Bauelements 11 des elektronischen Bauteils 10 dar-
gestellt, wobei das Bauelement 11 beim Aufbringen 
der Abdeckung 40 durch die auf dem Niederhalter 44
der Abdeckung 40 aufgebrachten Nasen 46 (Nop-
pen) fixiert wird.

[0023] In der Fig. 4 ist ein Schnitt im Bereich der An-
schlußpins 12 des elektronischen Bauteils 10 darge-
stellt (Linie A-A in der Fig. 2); hierbei sind insbeson-
dere die Luftspalte 43 zwischen den Anschlußpins 12
des elektronischen Bauteils 10 und der Abdeckung 
40 von Interesse, die aufgrund der Dimensionierung 
der Aussparungen 45 in der Abdeckung 40 entste-
hen. Hierdurch ist eine gewisse Beweglichkeit der 
Anschlußpins 12 gewährleistet, insbesondere auch 
nach der Verbindung der Anschlußpins 12 mit den 
Stanzgitteranschlüssen 31 des Stanzgitters 30, so 
daß ansonsten zu Verspannungen im Material füh-
rende thermische Einflüsse kompensiert werden kön-
nen.

[0024] Gemäß der Fig. 5 wird nach dem Aufbringen 
der Abdeckung 40 auf den Trägerkörper 20 und der 
Umschließung des elektronischen Bauteils 10 der 
Gehäusekörper 50 gebildet, bsp. durch Umspritzen 
mit Kunststoff. An die Stanzgitteranschlüsse 31 des 
Stanzgitters 30 können Anschlußstecker zur Verbin-

dung mit weiteren elektronischen Baugruppen ange-
schlossen werden, bsp. zur Spannungsversorgung 
des elektronischen Bauteils sowie zur Signalleitung 
(bsp. von Steuersignalen oder Meßsignalen).

[0025] Bsp. sind bei einem Getriebesteuergerät für 
stufenlose Getriebe (CVT-Getriebe) von Kraftfahr-
zeugen mehrere in das Getriebe hineinragende Sen-
sormodule als elektronische Baugruppe vorgesehen, 
die jeweils einen in einem aus Polybutylenthereph-
thalat PBT bestehenden Gehäusekörper 50 integrier-
ten, als Hallsensor ausgebildeten Sensor als elektro-
nisches Bauteil 10 zur Erfassung des Magnetfelds. 
Bsp. sind hierzu Drehzahlsensoren zur Erfassung 
von Magnetfelddifferenzen, bsp. im Bereich von 1.7 
mT bis 40 mT vorgesehen sowie Wählhebelsensoren 
zur Erfassung des Absolutwerts der Flußdichte von 
Magnetfeldern, bsp. im Bereich von 0 mT bis 100 mT.

[0026] Der Hallsensor 10 wird aus dem Sensorele-
ment 11 mit den Abmessungen von bsp. 1.5 mm ×
4.06 mm × 3.05 mm und aus 3 bsp. aus verzinntem 
Kupfer bestehenden Anschlußpins 12 mit dem Quer-
schnitt 0.48 mm × 0.36 mm gebildet.

[0027] Der bsp. aus Polybutylentherephthalat PBT 
bestehende Trägerkörper 20 mit einer Querschnitts-
fläche vom 11 mm2 und einer Höhe von 40 mm besitzt 
eine Aussparung 21 zur Aufnahme des Sensorele-
ments 11 mit einer an die Abmessungen des Senso-
relements 11 angepaßten Geometrie und 3 Ausspa-
rungen 23 zur Aufnahme der Anschlußpins mit den 
an die Abmessungen des Anschlußpins 12 und der 
Stanzgitteranschlüsse 31 angepaßten Abmessungen 
von 0.6 mm × 1.5 mm.

[0028] Die bsp. aus Polybutylentherephthalat PBT 
bestehende Abdeckung 40 besitzt eine Ausformung 
44 entsprechend dem Maß der Aussparung 21 für 
das Sensorelement 11 und drei Aussparungen 45
entsprechend dem Maß der Aussparungen 23 für die 
Anschlußpins 12 und die Stanzgitteranschlüsse 31.

Patentansprüche

1.  Elektronische Baugruppe mit  
mindestens einem elektronischen Bauteil (10) aus 
Bauelement (11) und mehreren Anschlußpins (12), 
einem Trägerkörper (20) für das elektronische Bauteil 
(10) und einem Gehäusekörper (50),  
dadurch gekennzeichnet,  
daß auf den Trägerkörper (20) eine das elektronische 
Bauteil (10) umschließende, mit dem Trägerkörper 
(20) befestigte Abdeckung (40) aufgebracht ist,  
daß die Abdeckung (40) auf dem Bauelement (11) 
bündig aufliegt und zwischen der Abdeckung (40) 
und den Anschlußpins (12) ein Luftspalt (43) vorge-
sehen ist, und daß die Abdeckung (40) vom Gehäu-
sekörper (50) umschlossen ist.
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2.  Elektronische Baugruppe nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Abdeckung (40) 
aus dem gleichem Material wie der Trägerkörper (20) 
besteht.

3.  Elektronische Baugruppe nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Abdeckung (40) 
und der Trägerkörper (20) aus Kunststoff bestehen.

4.  Elektronische Baugruppe nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Abdeckung (40) 
und der Trägerkörper (20) aus Polybutylenthereph-
thalat (PBT) bestehen.

5.  Elektronische Baugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Abdeckung (40) als Spritzgußteil ausgebildet ist.

6.  Elektronische Baugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Abdeckung (40) auf ihrer Unterseite (42) mindestens 
eine Ausformung (44, 46) zur Fixierung des Bauele-
ments (11) aufweist.

7.  Elektronische Baugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Abdeckung (40) und der Trägerkörper (20) einstückig 
ausgebildet sind.

8.  Elektronische Baugruppe nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Abdeckung (40) 
über ein Filmscharnier (41) mit dem Trägerkörper 
(20) verbunden ist.

9.  Elektronische Baugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Abdeckung (40) durch Verrastung am Trägerkörper 
(20) befestigt ist.

10.  Elektronische Baugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das 
Bauelement (11) des elektronischen Bauteils (10) in 
eine Aussparung (21) des Trägerkörpers (20) einge-
bracht ist.

11.  Elektronische Baugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Anschlußpins (12) des elektronischen Bauteils (10) in 
Aussparungen (23) des Trägerkörpers (20) einge-
bracht sind.

12.  Elektronische Baugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das 
Bauelement (11) und/oder die Anschlußpins (12) des 
elektronischen Bauteils (10) planar auf die Oberflä-
che des Trägerkörpers (20) aufgebracht sind.

13.  Elektronische Baugruppe nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Abdeckung (40) 
mindestens eine Aussparung (45) im Bereich des 

Bauelements (11) und/oder der Anschlußpins (12) 
des elektronischen Bauteils (10) aufweist.

14.  Elektronische Baugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Anschlußpins (12) des elektronischen Bauteils (10) 
mit Kontaktierungselementen (31) einer Kontaktie-
rungseinheit (30) elektrisch leitend verbunden sind.

15.  Elektronische Baugruppe nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Kontaktierungsein-
heit (30) als Stanzgitter mit Stanzgitteranschlüssen 
als Kontaktierungselementen (31) ausgebildet ist, 
wobei jeweils ein Stanzgitteranschluß (31) mit einem 
Anschlußpin (12) elektrisch leitend verbunden ist.

16.  Elektronische Baugruppe nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Stanzgitteran-
schlüsse (31) mit den Anschlußpins (12) durch Löten 
oder Schweißen oder Crimpen elektrisch leitend ver-
bunden sind.

17.  Elektronische Baugruppe nach Anspruch ei-
nem der Ansprüche 11 oder 14 bis 16, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Anschlußpins (12) zusammen 
mit den Kontaktierungselementen (31) der Kontaktie-
rungseinheit (30) in die Aussparungen (23) des Trä-
gerkörpers (20) eingebracht sind.

18.  Elektronische Baugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Gehäusekörper (50) aus Kunststoff besteht.

19.  Elektronische Baugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß das 
elektronische Bauteil (10) als Hallsensor ausgebildet 
ist.

20.  Verfahren zur Herstellung einer elektroni-
schen Baugruppe, bei dem ein elektronisches Bauteil 
(10) aus Bauelement (11) und Anschlußpins (12) auf 
einen Trägerkörper (20) aufgebracht wird, dadurch 
gekennzeichnet, daß das elektronische Bauteil (10) 
von einer Abdeckung (40) derart umschlossen wird, 
daß die Abdeckung (40) auf dem Bauelement (11) 
bündig aufliegt und zwischen der Abdeckung (40) 
und den Anschlußpins (12) mindestens ein Luftspalt 
(43) gebildet wird, und daß ein zumindest die Abde-
ckung (40) einschließender Gehäusekörper (50) ge-
bildet wird.

21.  Verfahren nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Abdeckung (40) durch Spritz-
guß gebildet wird.

22.  Verfahren nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Abdeckung (40) durch Vergie-
ßen gebildet wird.

23.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
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22, dadurch gekennzeichnet, daß der Gehäusekör-
per (50) durch Spritzguß gebildet wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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